Bezpieczenstwo stosowania uktadéw BGA, SMD oraz THT
Dokument informacyjny zgodny z Rozporzadzeniem (UE) 2023/988
w sprawie ogolnego bezpieczenstwa produktow (GPRS)

1. Wprowadzenie Uktady elektroniczne montowane w technologiach
BGA (Ball Grid Array), SMD (Surface Mount Device) oraz THT
(Through-Hole Technology)

sg powszechnie stosowane w urzgdzeniach elektronicznych. Niewtasciwy montaz tych elementéw
moze prowadzi¢ do powaznych zagrozen zwigzanych z bezpieczeristwem produktu i uzytkownika.

2. Potencjalne zagrozenia zwigzane z btednym montazem

Zwarcia i przegrzewanie sie uktadéw, moggce prowadzi¢ do pozaru. - Przerwy w potgczeniach
skutkujace niestabilng pracg urzadzenia. - Uszkodzenia innych komponentéw z powodu btednych
napieé. - Mozliwos$¢ porazenia pragdem w przypadku montazu w obwodach zasilania. Elementy
powinny by¢ montowane przez wykwalifikowane i przeszkolone osoby w dziedzinie elektroniki.

3. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa Zgodnie z GPRS, produkty
zawierajgce komponenty elektroniczne muszg by¢:

Zaprojektowane i wyprodukowane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkowania. -
Sprawdzone pod wzgledem poprawnosci montazu i dziatania (testy funkcjonalne, inspekcja wizualna,
analiza rentgenowska dla BGA).

4. Rekomendacje dotyczgce montazu i kontroli jakosci

Uzycie odpowiedniego sprzetu lutowniczego (np. piecéw reflow, stacji lutowniczych z kontrolg
Bezpieczenstwo stosowania uktadéw BGA, SMD oraz THT temperatury).

Szkolenie personelu z zasad montazu i bezpieczenstwa. - Stosowanie procedur ESD i kontroli jakosci
(QC). - Regularna weryfikacja partii produkcyjnych i analiza usterek.

5. Zabezpieczenie przed przypadkowym uzyciem przez dzieci

Elementy elektroniczne SMD, THT lub BGA nie sg przeznaczone dla dzieci, nalezy bezwzglednie
przechowywac je w miejscach niedostepnych dla dzieci w celu unikniecia przypadkowego
skaleczenia, zranienia, potkniecia elementdéw, ktére mogg prowadzi¢ do kalectwa lub zagrozenia
zycia.



